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Abstract (en)
The printing plate for indirect deep printing or tampon printing method has an engraving, a support and a cover layer on the support. The cover layer
is a layer usable with a laser. The support is a metal block or a metal foil, and has a preferred thickness of 0.1mm to 0.5mm. The lacquer has a
preferred thickness of 0.1 to 0.3mm. The lacquer is of the single or multi-component type. Mixed with it are the following additives:- primer, hardener,
thinner, surface tension reducer, air remover, foam remover, viscosity or thixotrophy influencing agent. The thickness of the laser engraving is less
than the thickness of the lacquer layer or can in areas be greater.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Druckklischee für das indirekte Tiefdruck- oder Tampondruckverfahren, wobei das die Gravur aufweisende Klischee einen
Träger und eine auf dem Träger vorgesehene Deckschicht aufweist. Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren zum Herstellen eines derartigen
Druckklischees zum Herstellen eines derartigen Druckklischees und eine erfindungsgemäße Verwendung des Druckklischees.
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